
Produktdatenblatt 
Technische Daten 

BMEH582040K 

Set bestehend aus: 2x BMEH582040+2x 
490NAC0100 
  

 

 
Hauptkenndaten 
Produktserie Modicon M580 

 
Zusatzdaten 
Beschriftung CE 

Produktgewicht 1.698 kg 

 
Umgebung 
Vibrationsfestigkeit 3 gn 

Stoßfestigkeit 30 gn 

Umgebungstemperatur bei Betrieb -25-60 °C 

Umgebungstemperatur bei Lagerung -40-85 °C 

Aufstellungshöhe 0-2000 m 
2000-5000 m (mit Deklassierungsfaktor) 

Relative Feuchtigkeit 5-95 % 55 °C entspricht ohne Kondensation 

Schutzart (IP) IP20 

Richtlinien 2012/19/EU - WEEE-Richtlinie 
2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit 
2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie 

Normen EN 61000-6-2 
EN 61000-6-4 
EN 61131-2 
EN 61010-2-201 

Produktzertifizierungen CE 
CSA 
UL 
RCM 
Handelsmarine 
EAC 

 
Nachhaltigkeit 
Grad der Umweltverträglichkeit Green-Premium-Produkt 

ROHS Konform - seit 1623 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung 

REACH Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert 

Umgebungsbedingungen Produkt Verfügbar 

Entsorgungshinweise Verfügbar 

 
 
Nur CPU-Module  
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Auf Racks montierte Module  

  
 

 

 

 
 
In ein Gehäuse montierte Module und Kabel  

  
 

 

 

 

 

 

a: Zusätzlicher Abstand unter dem Rack zur Berücksichtigung der Höhe der CPU. X Bus-Rack: Der Abstand beträgt 30,9 mm 
(1.217 in.)Ethernet-Rack: Der Abstand beträgt 29,49 mm (1.161 in.)

b: Die Höhe des Racks. Für ein X Bus-Rack beträgt die Höhe 103,7 mm (4.083 in.); für ein Ethernet-Rack beträgt die Höhe 
105,11 mm (4.138 in.).

c: Die Höhe des lokalen Hauptracks, 134,6 mm (5.299 in.)

a: Gehäusetiefe: 135 mm (5.315 in.)

b: Tiefe Verdrahtung + Modul: > 146 mm (5.748 in.)

c: Verdrahtung + Modul + DIN-Schienentiefe: > 156 mm (6.142 in.)

d: Rackhöhe: X Bus-Rack 103,7 mm (4.083 in.); für ein Ethernet-Rack, 105,11 mm (4.138 in.)

e: Modulhöhe: 134,6 mm (5.299 in.)
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